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Customer drawing NO.

框架传送方向（装片）：
 L/F Direction（D/A）：

 实物图 ：
 Chip photo：

特殊说明 Special Instructions ：

 DFN8L(1.6*1.9*0.5-P0.35)(29X9)(4 block)
 735*230um²（28.94*9.06mil²）




